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測試組的工作與其他前後段部門息息相關，例如:品管、終檢以及成型，成形會先做基礎載板，
也就是測試板，送到品管檢查完成，再送至測試部測試載板有無短路斷路，最後送回品管部檢
查，如此反覆幾次，測試均PASS再送回成型部，進行訂單的生產流程，成品做好後再送至測試
最後檢查，沒問題就送至終檢部，終檢部檢查PASS，載板就可以出廠送至客戶端。
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1. PCB (印刷電路板) - 是電子元件的支撐體，在這其中有金屬導體作為連接電子元器件的線路。傳統的
電路板，採用印刷蝕刻阻劑的工法，做出電路的線路及圖面，因此被稱為印刷電路板或印刷線路板。由
於電子產品不斷微小化跟精細化，目前大多數的電路板都是採用貼附蝕刻阻劑（壓膜或塗佈），經過曝
光顯影後，再以蝕刻做出電路板。
單面板：
工程→ 裁板→ 鑽孔→ 壓膜→ 蝕銅→ 防焊 → 文字→ 表面處理→ 成型→ 電測→ 品檢
雙面板：
工程→ 裁板→ 鑽孔→ PTH → 一次銅→ 壓膜→ 曝光顯影→ 二次銅→ 錫鉛→ 去膜→ 蝕銅→ 剝錫鉛→ 防焊 → 文字→ 表面處理→ 成型→ 

電測→ 品檢
多層板：
工程→ 裁板→ 內層壓膜→ 內層蝕銅→ 內層去膜→ 壓合→ 鑽孔→ PTH → 一次銅→ 壓膜→ 曝光顯影→ 二次銅→ 錫鉛→ 去膜→ 蝕銅→ 剝
錫鉛→ 防焊 → 文字→ 表面處理→ 成型→ 電測→ 品檢

PCB板

2. IC載板 - 主要功能為承載IC做為載體之用，並以IC基板內部線路連接晶片與印刷電路板(PCB)之間的訊
號，主要為保護電路、固定線路與導散餘熱，為封裝製程中的關鍵零件，佔封裝製程35-55％成本，隨
晶圓製程技術演進，對於晶圓佈線密度、傳輸速率及訊號干擾等效能需求提高，使IC基板需求逐漸增加。

IC載板

示意圖

IC跟PCB載板的型式圖
飛針測試機 (電阻電壓測試)

測試中的電路板

迴焊機 (加熱焊錫球)

耐壓測試機 (機械性質)

自動噴印機 (板子標籤)


